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1．序論

　近年、高度情報化 ・マ ルチメデ ィ ア化に向け電気
・
電子機器は軽 ・薄 ・短 ・

小化 の急速な進展 ととも に

高速 ・高機能 ・高密度
・
低 コ ス ト化 の 要求が大き くな っ て き て い る 。さ ら に 、電子部品の 高密度微細実装

技術や光配線基板へ の 光素子 （LD 、　 PD 、　 VCSEL な ど）と電気素子混載 マ ルチ チ ッ プモ ジ ュ
ー

ル

（OE −MCM ；Opto−Electronic　Multi　Chip　Module）に よる超高速デバ イ ス 実装技術の 開発が進め られ て お り、

特 に高精度な位置決め実装技術が強く要求され続い て い る。本研究で は液 滴の粘度がセル フ ア ライメ ン

挙動およびア ライメ ン ト精度に及ぼす影響を実験を通じて検討を行うもの で あ る。

2 ．基本概念

　高精度な位置決 め プ ロ セ ス に お い て 、我 々 は既 に 液滴の 表 面張力 を用 い た新たなセル フ ア ラ イ メ ン ト

プ ロ セ ス を開発した（Fig．1）1）。樹脂材料の表面張力を用 い たセル フ ア ライメ ン トプ ロ セ ス にお い て セル フ

ア ライメ ン挙動は粘性減衰挙動 をする．Fig2 に位置ずれがある場合 の 接合部 の 概略図 を示す。こ こ で

菰は復元 力を呪は反発 力を示す e 本研究で はセ ル フ ア ラ イメ ン ト機能を発現 さ せ る に は 液滴に よ り生 じ

る 復元力が粘性 によ り生 じる抵抗力、即ち粘性減衰力よ り大 き くな る 必要 が あ る 2｝。した が っ て 、液滴を

用 い たセル フ アライメントプロ セス に お い ては、液滴の表面張力だけではなく粘度も考慮する必要がある。

3 ．実験方法

　Fig，3に本実験で 作成 した試料の 寸法を示す。試料は ア クリル樹脂を用 い て作成 した。接合材料として

はフ ェ ノキシ樹脂を使用し、BCA （Butyl　Carbito1Acetate）を用 い て 粘度調整 を行 っ た。Table　1にそ の粘

度値 を示す 。 実験は大きく二 つ の ス テ ッ プ にな っ て お り、まず、立体的に 形成された パ ッ ド上 に樹脂材料

を供給し、基板を上方か ら液滴に接して か ら部品を吊り上げ る 液滴に接 して か ら部品を吊り上げる こ とに

よ りア ラ イメ ン ト実装を行 っ て い る。続 い て 、チ ッ プを所定 の 位置ずれ量 を与 えて か ら再度アライ メ ン ト

を起こ させ 、 アライメ ン ト精度を分解能0．1μ加 の レ
ー

ザ
ー

セ ン サ
ー

を用 い て 測定 して い る。

4 ．実験結 果

　Fig，4に 液滴の 粘度 が セ ル フ ア ラ イ メ ン挙動 に 及ぼす影響を 示 す。パ ラ メータ と し て は バ ン プあた り の

チ ッ プ重量を 64 × 10
『5N ．液滴体積を 30mm3 、与え られた位置ずれ量を 10μm とした。結果か ら見 られ

る ように与え られた位置ずれか ら時間と と も に急激に ア ライ メ ン トされ、サブ ミ ク ロ ン オ
ー

ダの 高精度で

アライメ ン トさ れ る こ と か わ か る。ま た、粘度が低く な る ほ どア ラ イ メ ン トさ れ る時間は早 くな る こ とが

わ か る。Fig．5 に粘度 とアライ メン ト精度との 関係を示す。実験は各々 5回ずつ 行い 、そ の平均値と実験

値 範囲を示 して い る。結果か ら見 られる よ う に実験範囲内で は 0．4μm 以下 の 高い精度 の アライ メ ン トを

得 られた。しか し、チ ッ プを動 ける範囲以内 の 粘度値で は ア ライ メ ン ト精度に 及ぼす粘度の影響は見 られ

な っ かた 。
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（a）Supplying　liquid　res  　　（b）1nitial　contact 　 （c）Wetting　and 　spread 血 g　 （d）SelfLalignment

　　　　　　　　 Fig．1Schematic　ofpull 　up 　model 　self −al　ignment　process，
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Table　l．　Viscosity　ofphenoxy 　resin
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Content80f　thinnerViscosity 　at 　25℃，0．5s
．1

（vol ．％） （Pa ・
s）

0 27．57
5 16．50
10 11．94
20 7．08
25 4，55
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Fig．3　Specification　of 山e　sPeci「nen ．

5 ，結
．
論

　本研究 で は液滴の表面張力を用 いたセ ル フ ア

ラ イメ ン トプロ セス に お い て液滴の粘度 とアライ

メン ト挙動および ア ラ イ メ ン ト精度との 関係を検

討 した。本研究で 得 られた主な結果 を 以下 に 示

す。

1）液滴の粘度はセル フ ア ラ イ メ ン ト機能を発現

　させるの に重要な 因子で あ り、表面張力が小さ

　い材料で も粘度を調節する こ とでアライメン ト

　機能が得 られ る こ と が示唆された。

2）与 えられた位 置ずれか ら時間と と も に急激に
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Flg．4Self−aligning　motions ．

135710305 〔レ 100

　　Misalignment 　level（貼m ）

Fig．5Se 且f−alignment 　accuracy ．

　ア ライメ ン トさ れ、また、粘度が低 くな る ほどア ラ イ メ ン トさ れ る時間 は早 くな る こ とがわか っ た。
3）実験を通じて O．4Ptm以下 の 高い精度 の ア ライメ ン トを得られ、また、チ ッ プが動 ける 範囲以 内 の粘度

　値 で は ア ライメ ン ト精度に 及ぼす粘度 の 影響は見 られなか っ た。
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